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(57)摘要

本发明公开了一种有机发光显示器接口保

护方法，其在有机显示芯片清洗后，进行有机蒸

镀等后续工艺之前，通过贴附的方式在电气接口

处贴附UV膜并保证UV膜完全覆盖电气接口，在做

完所有蒸镀封装等工艺后，通过UV照射使UV膜固

化以降低UV膜与芯片的粘附力，再揭下UV膜即

可。本发明的有机发光显示器接口保护方法简单

有效，且成本低，不仅可以有效的保护电气接口

不受污染，而且可以去除后续所有工艺造成的污

染。
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1.一种有机发光显示器接口保护方法，其特征在于：在有机显示芯片清洗后，进行有机

蒸镀等后续工艺之前，通过贴附的方式在电气接口处贴附UV膜并保证UV膜完全覆盖电气接

口，在做完所有蒸镀封装等工艺后，通过UV照射使UV膜固化以降低UV膜与芯片的粘附力，再

揭下UV膜即可。

2.根据权利要求1所述的有机发光显示器接口保护方法，其特征在于：贴附的方式为机

械贴附。

3.根据权利要求1所述的有机发光显示器接口保护方法，其特征在于：所述UV膜沿所述

电气接口周侧外沿延伸覆盖至少0.2mm。

4.根据权利要求1所述的有机发光显示器接口保护方法，其特征在于：所述UV膜沿所述

电气接口周侧外沿延伸覆盖0.5mm。

5.根据权利要求1所述的有机发光显示器接口保护方法，其特征在于：通过机械方式揭

下UV膜。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 109524577 A

2



一种有机发光显示器接口保护方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种有机发光显示器接口保护方法。

背景技术

[0002] 在微电子领域，器件和材料表面的清洗一直是科学研究的一个重要环节，随着现

代科学技术的发展，电子器件的尺度和精密机械的配合间隙越来越小，微米级颗粒的污染

也会带来很大危害。在半导体芯片封装工艺中，半导体芯片交接贴砖在印刷线路板上，芯片

与基板的电气连接用引线键合的方法实现，并用树脂覆盖以确保可靠性。芯片与基板建立

电气连接的部位即为接口。有机发光显示器在制造过程中，显示器接口部位会受到污染，即

使只是沾染到微米粒级的颗粒污染物也会对后续的压线工艺造成很大的障碍，影响电气连

接的资料，并且直接影响到有机发光显示器的产品合格率，造成产品成本增大。

[0003] 传统的机械摩擦清洗、化学腐蚀清洗、高频超声清洗、激光清洗等清洗方式，要么

就会产生研磨、热效应，要么就设备成本很高。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明的目的是提供一种有机发光显示器接口保护方

法，该方法简单有效，且成本低。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明采用如下技术方案：

[0006] 一种有机发光显示器接口保护方法，在有机显示芯片清洗后，进行有机蒸镀等后

续工艺之前，通过贴附的方式在电气接口处贴附UV膜并保证UV膜完全覆盖电气接口，在做

完所有蒸镀封装等工艺后，通过UV照射使UV膜固化以降低UV膜与芯片的粘附力，再通过机

械方式揭下UV膜即可。

[0007] 进一步的，贴附的方式为机械贴附。

[0008] 进一步的，所述UV膜沿所述电气接口周侧外沿延伸覆盖至少0.2mm。

[0009] 进一步的，所述UV膜沿所述电气接口周侧外沿延伸覆盖0.5mm。

[0010] 进一步的，通过机械方式揭下UV膜。

[0011] 与现有技术相比，本发明的有益技术效果：

[0012] 本发明的方法简单，实用性极强，不仅可以有效的保护电气接口不受污染，而且可

以去除后续所有工艺造成的污染。

附图说明

[0013] 下面结合附图说明对本发明作进一步说明。

[0014] 图1为有机发光显示器接口的贴附示意图；

[0015] 附图标记说明：1-有机显示器；2-显示区域；3-电气接口；4-UV膜。
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具体实施方式

[0016] 一种有机发光显示器接口保护方法，芯片清洗后如图1所示，在电气接口3机械贴

附一层UV膜4，然后在进行完薄膜封装工艺和玻璃盖板封装工艺后，在UV膜4附近用UV光进

行照射，使UV膜固化以降低UV膜与芯片的粘附力，最后将贴附在电气接口处的UV膜4揭掉，

最终裸露出电气接口3即可。

[0017] 本发明的方法简单，可操作性强，实用性佳，可以有效的保护电气接口不受污染，

可以去除后续所有工艺造成的污染。

[0018] 以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述，并非对本发明的范围进行

限定，在不脱离本发明设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出

的各种变形和改进，均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。
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图1
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摘要(译)

本发明公开了一种有机发光显示器接口保护方法，其在有机显示芯片清
洗后，进行有机蒸镀等后续工艺之前，通过贴附的方式在电气接口处贴
附UV膜并保证UV膜完全覆盖电气接口，在做完所有蒸镀封装等工艺后，
通过UV照射使UV膜固化以降低UV膜与芯片的粘附力，再揭下UV膜即
可。本发明的有机发光显示器接口保护方法简单有效，且成本低，不仅
可以有效的保护电气接口不受污染，而且可以去除后续所有工艺造成的
污染。
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